
MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT
NEPŘIPOJENÝ
•Speciální požadavek: ENIG, Pevný zlatý tloušťka: 4UM, Impedance: Tol: +/-7 %, odchylka
impedance v téže vrstvě nesmí překročit + / 2 Ohm, Zadní vrták, Otočený 7 stupňů.

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní
stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev





HDI pcb plošnými spoji, výroba pcb čína

https://www.o-leading.com/cz/news/How-much-do-you-know-about-the-knowledge-of-the-Printed-Circuit-Board-PCB-Plating.html

